
横軸平面研削盤 

HSG20X  

単結晶基板（SiC,GaN,LN 等）の 

鏡面加工を高効率で実現（Ra=１nm 以下） 

 
 

ワーク加工サイズ ： ～φ200mm

横型平面研削盤 HSG-20X 外観図 

ＨＳＧ２０Ｘの特徴 
＜高剛性と高精度の両立を 

実現した独自の機械構造＞ 

(1) 機械要素の最適配置で 

高いループ剛性を実現 

(2) 空気と油の静圧スピンドルを 

使い分けた最適配置で小型化を実現 

(3) 油静圧ｽﾗｲﾄﾞの採用で 

     滑らかで高精度な砥石送りを実現 

 

＜砥石ﾒｰｶとの 

      ｱﾗｲｱﾝｽにより最適加工提案＞ 

(1) 機械の能力を最大限に活かす 

         最適な砥石の提案が可能 
 

注） 本加工事例は、当社試験機による結果です 

＜平面研削の加工イメージ＞ 

＜加工結果＞ Ｒａ＝０．７nm 
高効率で高精度な平面研削を実現 

(1) 従来ラップでしか出来なかった 

     鏡面加工（Ra=1nm 以下）を研削で実現 

       

(2) 当社平面研削盤の採用で 

平坦化のラップ工程を省略可能 

加工時間がラップ加工の 1/30 に（当社調査より） 

＜φ４ｲﾝﾁ基板＞

単結晶ＳｉＣの加工事例（φ４インチ基板）
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  《主な仕様》 

項目 仕様 単位 備考 

加工ワーク 加工ウェハ寸法また

は治具寸法 Max φ200 mm 
φ50、φ100、φ150 ほか各種

サイズ対応可（オプション） 

使用砥石 砥石外径寸法 φ200 mm カップ型ダイヤモンドホィール 

砥石 
スピンドル 

砥石スピンドル 
回転数 ～１,500 rpm AC サーボモータ駆動 

ワークテーブル 
最高回転数 ～500 rpm AC サーボモータ駆動 

ワーク 
スピンドル 

ワークチャック方式 
真空チャック  

セラミックポーラスチャック 
マグネットチャック（オプション） 

ストローク ～１００ ｍｍ 位置設定単位＝0.01μｍ 

スライド方式 静圧スライド  

ワークチャック

切り込み軸 

移動速度 0.001～５００ mm/min  

ワーク厚み 
測定装置 

分解能 
0.1 μm 

インプロセス測定、接触式 
対応可（オプション） 

機械本体サイズ 1990 W ×920 D × 1425 H mm 制御盤を除く 大きさ 
質量 

本体質量 4,400 Kg 制御盤を除く 

 
 
 
 
 
 

 

注）本仕様は、製品改良のため、おことわりなしに変更する場合があります。 

上記、外形/寸法には、メンテナンスｽﾍﾟー ｽが含まれておりません。 

（配置図） 


